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@  L'invention  concerne  les  résistances  chauffantes  du  t y p e  
de  celles  qui  sont  déposées  sur  une  plaquette  substrat. 

La  faible  capacité  calorifique  de  ces  résistances  en 
regard  de  la  capacité  calorifique  du  substrat  fait  qu'une 
importante  partie  de  la  chaleur  dégagée  est  absorbée  par  le 
substrat  (15).  Afin  de  localiser le  dégagement  calorifique  à  la 
surface  libre  des  résistances  chauffantes, l'invention  prévoit 
de  déposer  sur  le  substrat  au  moins  une  couche  (18)  à 
résistivité  relativement  constante,  puis  au  moins  une  couche 
superficielle  (19)  à  résistivité  non  linéaire  et  coefficient  de 
température  négatif.  De  valeur  élevée  à  froid,  la  couche 
superficielle  chute  en  résistance  dès  qu'elle  atteint  sa 
température  de  basculement. 

Applications  aux  têtes  d'imprimantes  thermiques 
munies  de  telles  résistances,  en  ligne,  dont  la  résistance  à 
froid  permet  en  outre  de  supprimer  les  diodes. 



L'invention  concerne  une  s t ructure   d'éléments  chauffants,   du  type  des  

résis tances  montées  en  série  sous  forme  de  plaquettes  recti l ignes,   plus 

pa r t i cu l i è rement   dest inées  à  la  réalisation  de  têtes  d ' imprimantes   t h e r m i -  

ques.  Elle  concerne  également   le  circuit  de  commande  des  têtes  d ' impr iman-  

tes  thermiques,   lequel  est  simplifié  par  l'adoption  des  résis tances  selon 

l ' invent ion.  

Les  impr imantes   thermiques  sont  des  dispositifs  périphériques  de 

systèmes  informat iques   ou  de  té lécommunicat ions ,   dans  lesquels  l ' impress ion 

d'une  ligne  de  texte  est  obtenue  au  moyen  d'une  bar re t te   de  r é s i s t a n c e s  

chauffantes  :  la   chaleur  dégagée  par  une  résistance  é lémenta i re   modif ie  

chimiquement   le  papier  sur  lequel  se  fait  l 'inscription.  L'impression  d 'une 

ligne  de  ca rac t è re s   au  moyen  d'une  tête  d ' imprimante  thermique  est  ob tenue  

par  la  répét i t ion  de  plusieurs  lignes  de  points  à  raison  de  8  points  par  
mil l imètre.   Une  tête  d ' imprimante  thermique,  pour  un  format  de  pap ie r  
normalisé  de  21  cm  de  large,  comporte  1728  résistances,   déposées  sur  une 

plaquette  de  verre  ou  de  céramique.   Chaque  résistance  a  des  dimensions  de  

l'ordre  de  250  microns  de  largeur  et  les  résistances  sont  éloignées  entre  e l les  

de  250  mic rons .  

Les  têtes  d ' impr imantes   thermiques  posent  deux  problèmes :  celui  de 

la  commande  d'une  rés is tance  dé terminée   et  celui  de  la  dissipation  de  

chaleur .  

Chaque  résis tance  unitaire  programmée  est  commandée  par  un  c i r c u i t  

comprenant ,   entre  autres,   deux  transistors  et  une  diode.  Les  diodes  m o n t é e s  

en  série  avec  les  rés is tances   non  programmées  l imitent  le  potentiel   aux 

bornes  de  celle-ci  et  les  empêchent   de  chauffer.  Une  tête  d ' i m p r i m a n t e  

thermique  nécessite  donc  un  circuit  comportant   autant  de  diodes  qu'il  y  a  de 

résistances  chauffantes   ou  au  mieux,  selon  le  schéma  adopté,  un  nombre  de  

diodes  égal  à  la  moitié  du  nombre  de  résistances  chauffantes ,   le  nombre  de  

diodes  restant   important   puisqu'il  est  donc  d'au  moins  863  diodes,  pour  1728 

points.  



Les  ca rac t é r i s t i ques   des  résis tances  selon  l 'invention  qui  c o m p o r t e n t  

au  moins  une  couche  fonct ionnant   en  résistance  non  linéaire  à  coef f ic ien t   de  

t empéra tu re   négatif,   avec  un  point  de  basculement ,   p e r m e t t e n t   de  suppr i -  

mer  les  diodes  dans  le  circuit   d 'a l imentat ion  des  résis tances  c h a u f f a n t e s .  

Par  ailleurs,  les  résis tances  chauffantes ,   qui  sont  de  pet i tes   d imen-  

sions,  ont  une  faible  capaci té   calorifique,  et  la  chaleur  dégagée  est  en  p a r t i e  
absorbée  par  le  substrat   dont  la  capaci té   calorifique  est  beaucoup  plus 

grande .  

En  effet ,   une  ba r re t t e   de  résis tances  chauffantes   en  ligne  est  r éa l i s ée  

sur  un  substra t   qui  est  une  plaquette   de  verre  ou  de  céramique,   dont  l a  

longueur  est  égale  à  la  largeur  de  papier  d'impression,  et  dont  l 'épaisseur  e s t  

de  l'ordre  de  quelques  mil l imètres  de  façon  à  assurer  la  rigidité  et  la  non-  

fragilité  de  la  bar re t te   d ' imprimante  thermique.   C'est  donc  un  p e r f e c t i o n -  

nement  aux  têtes  thermiques  qu'apporte  l 'invention  selon  laquelle  les  rés i s -  

tances  chauf fan tes   compor ten t   une  couche  externe  plus  chaude  qui  dissipe  la  

chaleur  p r é f é r en t i e l l emen t   vers  le  papier  plutôt  que  vers  la  p laquet te   de  

subs t r a t .  

De  façon  plus  précise,  l ' invention  consiste  en  une  résis tance  é l e c t r i q u e  

chauffante ,   déposée  sur  un  substrat  isolant  en  verre  ou  céramique,   dont  l a  

capaci té   calorif ique  est  très  supérieure  à  celle  de  la  rés is tance  c h a u f f a n t e ,  

ca rac té r i sée   en  ce  qu'elle  comporte   au  moins  une  première   couche  d'un 

matériau  de  résist ivi té   re la t ivement   constante   en  fonction  de  la  t e m p é r a t u -  

re,  déposée  sur  le  substrat   et  au  moins  une  seconde  couche  superf ic ie l le   d'un 

matériau  de  résist ivi té   variable  de  façon  non-linéaire  avec  la  t empé ra tu r e ,   à  

coeff ic ient   de  t empéra tu re   négatif,  ce t te   seconde  couche  étant   déposée  sur 

la  première  couche .  

L'invention  sera  mieux  comprise  par  les  explications  qui  su ivent ,  

lesquelles  décr ivent   un  exemple  d 'application  d'une  tête  impr imante   t h e r m i -  

que,  et  s 'appuient  sur  les  figures  suivantes,  qui  r e p r é s e n t e n t  :  

-  figure  1 :  schéma  électr ique  de  l 'a l imentat ion  des  rés is tances   d 'une 

tête  d ' impr imante   t h e r m i q u e .  

-  figure  2 : vue  en  coupe  d'une  résistance  chauffante ,   mont ran t   la  

dissipation  t h e r m i q u e .  

-  figure  3 :  vue  en  coupe  d'une  résis tance  chauffante   selon  l ' invent ion .  



-  figure  4 :  courbe  des  ca rac té r i s t iques   de  résistance  en  fonction  de  la  

t e m p é r a t u r e   d'une  résistance  à  coeff ic ient   de  t empéra ture   néga t i f .  

-  figure  5 :  vue  en  coupe  d'une  résistance  selon  l'invention,  selon  un 

p e r f e c t i o n n e m e n t .  

La  figure  1  représente   le  schéma  électr ique  de  l 'a l imentat ion  en  
courant  des  résistances  chauffantes   dans  une  tête  thermique.  De  l ' expl ica-  
tion  de  son  fonct ionnement   ressort i ront   mieux  les  avantages  de  l ' invent ion.  

Etant   donné  le  grand  nombre  de  résistances  chauffantes   dans  une  t ê t e  

d ' impr imante   thermique,  863  ou  1728  résistances  selon  le  schéma  adop té  

pour  un  format  de  papier  standard,  seule  une  partie  de  la  tête  thermique  e s t  
schémat isée   figure  1. 

Les  résistances  chauffantes ,   numérotées   de  1  à  5  sont  montées  en  
série  et  sont  al imentées  par  groupe,  à  partir  de  plusieurs  t ransistors  de  

puissance  dont  deux  ont  été  représentés   en  6  et  7.  Le  transistor  de  puissance 
6  al imente  les  résistances  1,  4  et  5,  tandis  que  le  transistor  de  puissance  7 

al imente  les  résistances  2  et  3.  Les  groupes  sont  interdigités  et  le  choix  ou 
la  programmat ion  d'une  résistance  qui  doit  chauffer  est  déterminé  par  un 
transistor  tel  que  8,  9  ou  10,  dont  la  base  est  commandée  par  un  registre  à  

décalage.  La  résistance  1  est  commandée  par  le  transistor  6  et  le  t r ans i s to r  

8,  la  rés is tance  2  est  commandée  par  le  transistor  7  et  le  transistor  8,  la  

résis tance  3  est  commandée  par  le  t ransis tor   7  et  le  transistor  9...  et  ainsi 

de  su i te .  

De  façon  à  éviter  que  le  courant  envoyé  dans  une  résistance  ne  passe  à 

travers  d'autres  résistances,   il  est  nécessaire   de  monter  des  diodes  en  sér ie  

avec  les  t ransistors  de  puissance  6  et  7 :  ce  sont  les  diodes  12,  13  et  14  sur 
la  figure  1.  En  effet,  les  résistances  chauffantes   selon  l'art  connu  ont  des 

valeurs  re la t ivement   faibles  et  le  simple  courant  de  fuite  à  travers  un 

transistor  non  programmé  suffit  à  chauffer  une  résistance  non  p r o g r a m -  
mée :  la  présence  des  diodes  limite  le  potentiel   aux  bornes  des  r é s i s t ances  

non  p r o g r a m m é e s .  

Bien  que  le  schéma  de  la  figure  1  ne  soit  que  très  partiel  par  r appor t  

au  schéma  complet  d'une  tête  d ' imprimante   thermique,  il  ressort  que  le 

montage  électrique  nécessite  le  montage,   entre  autres,  d'un  grand  nombre  

de  diodes  qui  sont  implantées  sur  des  circuits  re la t ivement   complexes  par  le 



grand  nombre  de  conducteurs  qu'ils  nécess i ten t   ainsi  que  le  grand  nombre  de  

soudures,  ce  qui  représente   un  inconvénient   pour  le  montage  industriel  d 'une 

tête  d ' imprimante   t h e r m i q u e .  

Le  r emplacemen t   des  rés is tances   chauffantes   conventionnelles  par  des  

résis tances  chauffantes   selon  l ' invention  présente  l 'avantage  de  suppr imer  
les  diodes,  en  raison  de  la  valeur  élevée  qu'ont  à  froid  les  r é s i s t a n c e s  

chauffantes ,   valeur  qui  diminue  très  rap idement   dès  que  la  couche  supe r f i -  

cielle  qui  est  const i tuée  par  une  rés is tance   à  coeff ic ient   de  t e m p é r a t u r e  

négatif  a  a t te int   et  dépassé  son  point  de  b a s c u l e m e n t .  

La  figure  2  représente   la  vue  en  coupe  d'une  résistance  c h a u f f a n t e  

selon  l'art  connu.  Cette  figure  permet   de  mieux  appréhender  les  p rob lèmes  

de  dissipation  de  la  cha leur .  

Sur  un  substrat  15,  en  verre  ou  en  céramique,   est  déposée  une  
résistance  chauffante   et  la  feuille  de  papier  17  défile  au  contac t   de  l a  

résis tance  chauffante .   Les  échelles  re lat ives   de  la  figure  2  ont  été  a d o p t é e s  

de  façon  à  pe rmet t r e   de  mieux  voir  la  figure,  et,  en  fait,  pour  une  épa i s seur  

du  substrat   15  de  l'ordre  de  1  à  5  mm  environ,  chaque  résistance  c h a u f f a n t e  

16  déposée  par  sérigraphie,  par  évaporat ion  sous  vide  ou  par  tout  a u t r e  

procédé  analogue,  a  une  épaisseur  qui  se  compte  au  mieux  en  dizièmes  de  

mil l imètre .   En  outre,  les  résis tances  selon  l'art  connu  sont  déposées  a u  

moyen  d'un  ou  plusieurs  passages  par  accumulat ion  de  couches  qui  son t  

toutes  réalisées  à  partir  du  même  matér iau   de  base,  et  par  c o n s é q u e n t  

toutes  les  couches  ont  les  mêmes  ca rac té r i s t iques   de  résist ivi té  et  de  

coeff ic ient   de  t e m p é r a t u r e .  

Lorsque  une  résistance  chauf fan te   telle  que  16  est  programmée,   la  

chaleur  qu'elle  dégage  est  symbolisée  sur  la  figure  2  au  moyen  de  flèches  qui 

représenten t   une  quantité  "Q"  de  chaleur  qui  se  dissipe  vers  le  substrat   e t  

d'autres  flèches  qui  représentent   une  quant i té   de  chaleur  "q"  qui  se  diss ipe 

vers  la  feuille  de  papier.  Les  capaci tés   calorifiques  en  présence  du  s u b s t r a t  

15  épais,  de  la  résistance  16  r e la t ivement   fine,  et  de  la  feuille  de  papier  17 

qui  en  outre  défile  devant  la  résis tance  font  qu'une  bonne  partie  de  l ' énerg ie  

mise  en  jeu  est  en  fait  dissipée  vers  le  substrat ,   ce  qui  n'est  pas  le  b u t  

r e c h e r c h é .  

Le  r emplacement   d'une  telle  rés is tance   conventionnelle  par  une  r és i s -  



tance  selon  l 'invention,  outre  le  précédent   avantage  décrit  à  l'occasion  de  la  

figure  1  permet  de  dissiper  p ré fé ren t i e l l emen t   la  chaleur  vers  la  feuille  de  

papier,  c'est  à  dire  que  l 'adoption  de  résis tances  selon  l'invention  permet  en  
fait  de  simplifier  toute  la  partie  é lectronique  de  commande  puisque  l ' énergie  

requise  est  moindre  et  que  les  composants   tels  que  les  transistors  do iven t  

dissiper  moins  d 'énerg ie .  

La  figure  3  représente   une  vue  en  coupe  d'une  résistance  selon 

l ' invention.  

Sur  une  plaquette   de  substrat   15  sont  déposées,  par  tout  p rocédé  

conforme  à  ce  que  sait  faire  l 'homme  de  l'art,  au  moins  une  première  couche  

de  résistance  18 que  l'on  appellera  convent ionnel lement   fixe  par  opposition  à  

une  seconde  couche  19  d'une  résis tance  variable  de  façon  non  linéaire  à  

coeff icient   de  t empéra tu re   négatif.  Sur  le  côté  de  la  figure  3  est  symbolisé  
le  schéma  électrique  des  deux  résis tances  18  et  19,  la  première  couche  18 
étant  une  résistance  fixe  et  la  seconde  couche  19  étant  une  résistance  CTN 

variable  montée  en  parallèle  avec  la  résistance  fixe  R.  A  la  t e m p é r a t u r e  

ordinaire,  l 'ensemble  des  deux  rés is tances   18  et  19  qui  const i tuent   la  
résistance  selon  l 'invention  a  une  valeur  élevée.  Lorsqu'un  courant  e s t  
adressé  par  l ' in termédiaire   des  t ransis tors   de  commande  à  travers  c e t t e  
résistance  chauffante  composée,  la  résistance  R  échauffe  la  r é s i s t ance  

variable  CTN  jusqu'à  ce  que  celle-ci  a t te igne  son  point  de  basculement :   à  

partir  de  cet te   t empéra tu re   la  CTN  diminue  considérablement   en  r é s i s t ance ,  

c'est  elle  qui  devient  conductr ice  et  la  chaleur  dégagée  est  en  grande  p a r t i e  

dégagée  par  la  surface  externe  de  la  résis tance  chauffante,   c'est  à  dire  au 

contact  de  la  feuille  de  pap ie r .  

La  première  couche  de  résis tance  18  peut  être  du  type  linéaire,  c'est  à  

dire  que  sa  valeur  ne  varie  p ra t iquement   pas  avec  la  t empéra ture ,   en  

comparaison  avec  la  variation  de  la  CTN.  Mais  c'est  un  per fec t ionnement   à  

l'invention  que  d'utiliser  comme  première   couche  une  résistance  à  c o e f f i -  

cient  de  t empéra ture   positif  CTP :  celle-ci  se  comporte  comme  une  rés i s -  

tance  linéaire  jusqu'à  sa  t empéra tu re   de  basculement,   t empéra ture   à  laquel -  

le  sa  résistance  augmente  cons idérablement   et  de  façon  abrupte.  C e t t e  

solution  nécessite  toutefois  un  assez  bon  choix  des  matériaux  de  la  CTP  e t  

de  la  CTN,  de  façon  à  ce  que  les  deux  tempéra tures   de  basculement  se  



recouvrent   sensiblement ,   c'est  à  dire  que  la  CTN  devienne  " c o n d u c t r i c e "  

lorsque  la  CTP  cesse  de  l ' ê t r e .  

Pour  simplifier  la  figure  et  l 'exposé,  on  n'a  représenté   que  le  cas  l i m i t e  

de  l ' invention  lorsque  une  seule  couche  de  résis tance  fixe  18  est  déposée  sur 
le  substrat .   Un  cas  plus  général  qui  sera  exposé  u l t é r ieurement   prévoit  de  

déposer  success ivement   plusieurs  couches  de  résistances  f ixes .  

De  façon  à  éviter  qu'une  partie  de  la  chaleur  dégagée  par  la  CTN  19, 

lorsque  cel le-ci   a  dépassé  son  point  de  basculement ,   ne  soit  communiquée  au 

substrat  15,  l ' invention  prévoit  que  la  couche  19  est  déposée  sur  la  couche  18 

sans  la  dépasser  de  telle  façon  que  la  couche  19  n'ait  pas  de  contac t   avec  le  

substrat  15. 

La  figure  4  représente   les  ca rac té r i s t iques   de  résistance  en  f o n c t i o n  

de  la  t e m p é r a t u r e   des  résis tances  à  coef f ic ien t   de  t empéra tu re   négatif   non 
l inéai re .  

Les  t empéra tu re s   étant   données  en  abscisse,  les  rés is tances   son t  

représentées   en  ordonnée.  Lorsqu'une  rés is tance  CTN  s 'échauffe,   sa  r é s i s -  

tance  diminue  peu  à  peu  jusqu'au  momemt   où  une  t empéra tu re   dite  d e  

basculement   Tb  est  a t te in te .   Dans  une  faible  zone  de  t empéra tu re   e n t o u r a n t  

la  t empéra tu re   de  basculement   T bl  c'est  à  dire  pour  plus  ou  moins  3  à  5°  en  

moyenne,  la  résis tance  de  la  CTN  diminue  cons idérablement   et  l'on  s a i t  

ac tue l lement   réaliser  des  CTN  dont  la  rés is tance  est  a f fec tée   de  part  e t  

d'autre  de  la  t e m p é r a t u r e   de  basculement   d'un  coeff ic ient   dépassant  103  e t  

a t te ignant   1 0   à  105.  C'est  ainsi  que  l'on  sait  réaliser  des  the rmis tances   qui 

pour  une  valeur  initiale  de  2.104  à  105  ohms  à  la  t empéra tu re   ordinaire  ne  

font  plus  que  de  2  à  5  ohms  à  80°C.  

Les  rés is tances   chauffantes   selon  l ' invention  présentent   donc  l ' a v a n t a -  

ge  d'avoir  une  valeur  élevée  à  la  t e m p é r a t u r e   ordinaire  puis,  lorsqu'elles  o n t  

été  p rogrammées   et  que  la  couche  de  rés is tance  sous-jacente  a  échauffé   la  

couche  de  résis tance  variable,  elles  n'ont  plus  qu'une  faible  valeur  de  

résistance,   ce  qui  permet   d'une  part  de  supprimer  les  diodes  dans  le  c i r c u i t  

d 'a l imentat ion  puisque  les  autres  résis tances,   non  programmées,   ont  des  

valeurs  élevées,  et  d'autre  part  de  ne  dissiper  la  chaleur  qu'en  direction  du 

papier  p r i n c i p a l e m e n t .  

Un  pe r fec t ionnement   à  l ' invention  consiste  à  programmer  en  p e r m a -  



nence  un  faible  courant   à  travers  l 'ensemble  des  résistances  chauffantes   de  

façon  à  les  maintenir   à  une  t empéra tu re   constante  en  dehors  de  t o u t e  

programmat ion  qui  soit  légèrement   inférieure  à  la  t empéra ture   de  b a s c u l e -  

ment.  Ainsi,  lorsqu'une  résistance  doit  être  programmée  pour  inscrire  un  

point  sur  la  feuille  de  papier  il  suffit  d'un  faible  courant  à  t ravers  le  c i r c u i t  

des  t ransistors  de  commande  pour  faire  basculer  la  couche  superficielle  à  

coeff ic ient   de  t e m p é r a t u r e   négatif,   ce  qui  augmente  la  vitesse  de  réponse  

de  la  tê te   d ' imprimante   thermique  et  permet  de  diminuer  la  puissance  
nécessaire  dissipée  à  t ravers   les  t ransistors   de  c o m m a n d e .  

La  figure  5  représente   un  pe r fec t ionnement   apporté  à  la  s t ructure   des  

résistances  chauffantes   selon  l 'invention.  L'exposé  de  l 'invention,  en  f igure  

3,  s'appuyait  sur  le  cas  le  plus  simple  où  une  couche  à  résistivité  variable  19 

est  déposée  sur  une  seule  couche  à  résist ivité  constante  18.  Cependant,   c ' e s t  

un  progrès  que  de  réaliser  une  couche  à  résist ivité  variable  19  sur  une  

pluralité  de  couches  à  résistivité  constante  dont  deux  ont  été  r e p r é s e n t é e s  

en  18  et  en  20  sur  la  figure  5. 

Ainsi  selon  ce  pe r fec t ionnement   à  l 'invention,  il  est  avantageux  de  

déposer  la  couche  à  résist ivi té   variable  19  sur  un  support  composé  par  une  

pluralité  de  couches  de  1  à  n,  la  résist ivité  de  chaque  couche  diminuant  de  la  

couche  1  vers  la  couche  n.  En  outre,  chaque  couche  est  déposée  de  t e l l e  

façon  que  seule  la  première  couche  touche  le  substrat   15  de  tête  d ' impr i -  

mante  thermique,   de  façon  à  focaliser  la  chaleur  dégagée  dans  chaque  

couche,  chaleur  qui  est  plus  impor tante   dans  une  couche  que  dans  l a  

précédente,   vers  la  surface  externe  de  la  résistance  thermique,  ce  qui  f a i t  

que  c'est  la  surface  externe  qui  est  la  plus  chaude  et  qui  modifie  le  pap ie r  
utilisé  dans  l ' imprimante  t h e r m i q u e .  

L'invention  a  été  exposée  en  s'appuyant  sur  le  cas  d'une  barre t te   de  

résistances  pour  tête  d ' imprimante  thermique.  Cependant,  elle  s 'applique 

également  à  tous  les  cas  où  un  grand  nombre  de  résistances  doivent  ê t r e  

programmées  pour  commander   un  grand  nombre  d'éléments,  tels  que  les  

panneaux  d'affichage  ou  tout  autre  dispositif  électronique  dans  lesquels  son t  

répétées  un  grand  nombre  de  fois  les  mêmes  opérations  de  commande  p a r  
l ' intermédiaire  de  résis tances.   En  outre,  entrent  dans  le  domaine  de  l ' inven-  

tion  les  pe r fec t ionnements   qui  peuvent  être  apportés,  p e r f e c t i o n n e m e n t s  



inhérents   à  l 'homme  de  l'art  qui  connait  bien le  domaine  des  résis tances  à  

coef f ic ien t   de  t empéra tu re   néga t i f .  



1.  Rés is tance   é lectr ique  chauffante,   déposée  sur  un  s u b s t r a t  i s o l a n t  

(15)  en  verre  ou  céramique,   dont  la  capaci té   calorifique  est  très  supérieure  à  

celle  de  la  rés is tance  chauffante ,   ca rac té r i sée   en  ce  qu'elle  comporte   au 

moins  une  première   couche  (18)  d'un  matériau  de  résistivité  r e l a t i v e m e n t  

constante   en  fonction  de  la  t empéra ture ,   déposée  sur  le  substrat   (15)  et  au 

moins  une  seconde  couche  superficielle  (19)  d'un  matériau  de  r é s i s t i v i t é  

variable  de  façon  non-linéaire  avec  la  tempéra ture ,   à  coeff ic ient   de  

t empéra tu re   négatif   (CTN),  cet te   seconde  couche  (19)  étant  déposée  sur  la  

première  couche  (18). 

2.  Résis tance  é lectr ique  chauffante  selon  la  revendication  1,  c a r a c t é -  

risée  en  ce  que  sa  résis tance,   élevée  à  t empéra ture   ordinaire  (20°C),  d e v i e n t  

faible  dès  que  la  couche  à  résistivité  constante  (18),  parcourue  par  un 

courant,  amène  la  couche  à  résistivité  variable  (19)  à  la  t empéra tu re   d e  

variation  brutale  de  sa  résistivité,   dite  t empéra ture   de  basculement   de  la  

CTN. 

3.  Résis tance  é lectr ique  chauffante   selon  la  revendication  2,  c a r a c t é -  

risée  en  ce  que,  dès  que  la  couche  à  résistivité  variable  (19)  a  a t te in t   sa  

t empéra tu re   de  basculement ,   le  dégagement   calorifique  est  localisé  dans  

ladite  couche  superficiel le   (19). 

4.  Résis tance  électr ique  chauffante  selon  la  revendication  1,  c a r a c t é -  

risée  en  ce  que  la  couche  superficielle  (19),  à  résistivité  variable,  e s t  

maintenue  à  une  t empéra tu re   proche  et  légèrement   inférieure  à  sa  t e m p é r a -  

ture  de  basculement ,   par  l 'application  d'un  courant  permanent  t r ave rsan t   l a  

couche  résistive  (18)  sous - j acen t e .  

5.  Résis tance  électr ique  chauffante,   selon  la  revendication  1,  c a r a c t é -  

risée  en  ce  que  la  couche  superficielle  (19)  à  résistivité  variable  est  d é p o s é e  

sur  une  pluralité  de  couches  (18,  20)  à  résistivité  constante,   la  rés is t ivi té   de  

ces  couches  allant  en  décroissant  depuis  celle  (18)  qui  est  déposée  sur  le  

substrat  (15)  jusqu'à  celle  (20)  qui  est  sous  la  couche  superficielle  (19). 

6.  Tête  d ' imprimante   thermique,  comprenant   au  moins  une  ba r r e t t e   de  



rés i s t ances   chauf fan tes   en  ligne,  ca rac té r i sée   en  ce  qu'elle  comporte   des 

rés i s tances   selon  l'une  quelconque  des  revendicat ions  1  à  5. 

7.  Tête  d ' imprimante  thermique  selon  la  revendicat ion  6,  c o m p r e n a n t  

des  rés i s tances   chauffantes   montées  en  série  (1  à  5)  a l imentées   par  des 

t rans i s to rs   de  puissance  (6,  7)  et  commandées   par  des  t ransis tors   (8,  9,  10) 

dont  chacun  autorise  le  passage  du  courant  à  t ravers   une  r é s i s t ance  

dé t e rminée ,   ca rac té r i sée   en  ce  que  les  résistances  chauf fan tes   sont  connec -  

tées  par  des  liaisons  directes  aux  t ransistors   de  puissances  e t   aux  t r a n s i s t o r s  

de  c o m m a n d e .  
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